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光電融合デバイス（PEC）
さまざまな先端デバイスで通信から

コンピュータまで低消費電力化に貢献します
#レジリエンス

電気配線だけでは通信距離に制限があり、多数のLSI
を接続することができません。

離れたLSIを光信号で低消費電力に接続して、光ディ
スアグリゲーテッドコンピュータ（光化されたラッ
クスケールのコンピュータ）の具現化を支えます。

• 世界トップレベルの小型高効率な光半導体デバイス技術
（メンブレンフォトニクス）

• 電気チップと光ファイバを同一チップや基板に接続する技術

• 光半導体薄膜（メンブレン）をシリコン基板上に作製する独
自技術により、低消費電力で高速な光源を実現

• 電気から光まで、チップ・基板からパッケージやファイバま
でを一気通貫で設計・製造できるインテグレーション技術に
よってデバイス化を実現

情報通信業分野において、PEC-1はデータセンタ間通信、PEC-2はボード間通信、PEC-3は半導体パッケージ間通信に適用。PEC-1は
既にNTTイノベーティブデバイス社より提供可能、PEC-2は2025年度、PEC-3は2028年度末に提供開始予定

出展社＝日本電信電話株式会社 関連リンク＝NTT報道発表／NTT HP

問い合わせ先URL 社外連携先＝古河電気工業株式会社／新光電気工業株式会社／NTTイノベーティブデバイス株式会社／NTTデバイスクロステクノロジ株式会社
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